Introduccion a los Circuitos Impresos (PCB)

De cables enredados a la precision moderna.

Inter: Una leccion sobre la evolucion, disefio y anatomia de la electronica esencial.
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Antes de la Tecnologia Actual: El Reto de la Conexion

Meétodos Antiguos:

Antes de la invencion del PCB, los componentes
electronicos se unian mediante cables fisicos en placas
de gran tamano con postes. Cada conexion era un cable
soldado manualmente.

El Problema del “Nido de Ratas”:

Este método era desordenado, ocupaba mucho espacio y
dificultaba enormemente l|a deteccion y correccion de
errores (debug).

Contexto Hist@:ico:

Los primeros experimentos electronicos, como los de
Heinrich Geissler y Thomas Edison, implicaban
componentes voluminosos como tubos de vacio, lo que
hacia que los circuitos fueran enormes y fragiles.

Meétodos Antiguos: El Nido de Ratas
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1947: E1 Ano que Cambio la Electronica

"La Revolucion del
Estado Solido"

Mientras que la primera mitad
del siglo XX estuvo dominada
por tubos de vacio
voluminosos, 1947 marco el
Inicio de la era moderna.

Doble Invencion

Segun los registros historicos, I
las tarjetas de circuito impreso
(PCB) fueron introducidas en
1947, exactamente el mismo

afno en que se invento el
transistor en los laboratorios

Bell.

Impacto

Esta coincidencia tecnoldgica

permitio pasar de maquinas
gigantescas a dispositivos
compactos y reproducibles.
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El Avance Tecnologico: Eficiencia y Orden
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"Del Caos al Orden": Las ‘pistas’ de cobre reemplazaron a los cables aéreos,
eliminando el desorden y reduciendo el riesgo de cortocircuitos accidentales.
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El Proceso de Diseno: Dos Etapas Criticas
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1. El Esquema (Logica) 2. El Layout (Fisica)

Para crear una placa moderna, los ingenieros deben pensar en dos dimensiones diferentes:

e El Esquema (Ldgica): Definir *qué* se conecta con *qué*.
» El Layout (Fisica): Definir *donde* va cada componente en el mundo real.
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:I:k Paso 1: El Diagrama Esquematico

 Definicion: Es el primer paso del disefio. Es un mapa logico que
define las uniones eléctricas entre los componentes sin importar su
posicion fisica.

|
J o Simbologia Estandarizada: Al igual que en los planos eléctricos
residenciales, se utilizan simbolos universales (resistencias, fuentes
de voltaje, tierras) para representar componentes.
e Objetivo: Garantizar que la l6gica del circuito sea correcta antes de
trazar una sola linea de cobre.
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Paso 2: Simulacion de Caminos (Layout)

Traduccion Fisica: El software
toma el esquema y ayuda al
disenador a traducir esas
conexiones teoricas en
‘caminos’ o pistas fisicas sobre
la placa.
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Ruteo: El proceso de dibujar
estas pistas replicando las
conexiones del esquema de
manera precisa.

Resultado: Un archivo
Resultado geométrico listo para ser

e AR manufacturado.
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Anatomia de una PCB: La Metafora del Sandwich

Una placa de circuito impreso no es una pieza sélida de un solo material. Es un laminado
compuesto por varias capas, similar a un sandwich.

1. Serigrafia (Silkscreen) —

2. Mascara Antisoldante |
(Soldermask)

3. Cobre (Copper) —

4. Sustrato (FR4) -
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La Base Estructural: El Sustrato (FR4)

e Material: Comunmente hecho de FR4 (fibra
de vidrio) o baquelita en placas antiguas.

e Funcion Mecanica: Proporciona la rigidez y
estructura a la placa.

e Funcion Eléctrica (Aislante): Como explican
los principios eléctricos, los aislantes tienen
estructuras atomicas con pocos electrones
libres, impidiendo el paso de la corriente. Esto
es vital para separar las pistas de cobre y
evitar cortocircuitos.

e Seguridad: El material FR4 tiene propiedades
retardantes de llama.

inter —— —]
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El Sistema Nervioso: La Capa de Cobre

& s e Funcion: Forma las pistas 0 caminos
Traces RIS que conectan eléctricamente los
e 7P componentes.

e (Por qué Cobre?: Segun la teoria
atomica, el atomo de cobre tiene 29
electrones. Su capa de valencia (la mas
externa) tiene un solo electron que
puede liberarse facilmente.

e Conductividad: Este 'mar de electrones
libres' hace del cobre un excelente
conductor, permitiendo que la corriente
fluya con minima resistencia entre los
componentes.
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La Piel Protectora: Mascara Antisoldante (Soldermask)

Soldermask

e Apariencia: Es la capa que da a la
placa su color caracteristico
(generalmente verde, aunque puede
ser de cualquier color).

e Funcion Critica: Recubre el cobre para
evitar el contacto accidental con otros
metales.

e Durante la Fabricacion: Su objetivo
principal es evitar que el estano fundido
cree puentes (cortocircuitos) entre
pistas cercanas durante el proceso de
soldadura.

& NotebookLM



Engineering Editorial

La Guia Visual: Serigrafia (Silkscreen)

e Definicion: Es la capa final,
usualmente de tinta blanca.

e Proposito: Imprimir figuras, letras y
simbolos que ayudan al humano a
ensamblar y reparar la placa.

e Informacion Tipica:

— |ldentificadores de componentes (Ej:
R1, C1).

— Logotipos y versiones.

Serigraffa (Silkscreen) — Indicadores de polaridad y

in Metallic Copper Orientacién.

Inter
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Herramientas de Diseno Modernas

]

» Software Especializado: Herramientas
como EasyEDA han democratizado el
diseno electrdénico.

e Integracion Total: Estos programas
permiten realizar el diagrama
esquematico y el layout fisico en el
mismo entorno.

e Visualizacion 3D: El software ofrece
una "previsualizacion® fotorrealista de
como se vera la placa final antes de
fabricar una sola unidad, reduciendo

= 3 errores costosos.
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Fabricacion Externa: Del Archivo a la
Realidad

» Exportacion: Una vez finalizado el diseno,
se generan archivos de fabricacion
(Gerbers) que contienen la informacion de
cada capa del 'sandwich’.

* Produccion: Los fabricantes utilizan estos
archivos para grabar quimicamente el
cobre, aplicar la mascara y curar la
serigrafia.

» Personalizacion: Hoy en dia es posible
elegir colores (negro, rojo, blanco),
acabados de superficie y grosores
especificos.
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[; Resumen: La Base del Mundo Moderno

| __ T » Evolucion: Hemos pasado de cables
. p | enredados y tubos de vacio a

superficies de cobre precisas y
microscopicas.

 Estructura: Entender la PCB es
entender su estructura de capas:
Sustrato mecanico, Cobre conductor,

Mascara protectora y Serigrafia
informativa.

» El Futuro: Estas placas son el cimiento
sobre el que se construye toda la
tecnologia digital actual.
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